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Leistungsspektrum TAUBE ELECTRONIC GmbH

* Leiterplattendesign
Schwerpunkt: komplexe impedanzkontrollierte Multilayer in HDI & Starrflextechnologie
unter Einsatz modernster Software flr Lagenaufbau und Impedanzkontrolle

* Fertigung von hochwertigen Baugruppen & Geraten

gemalf IPC-A-610 Klasse 2 und 3

- > 50% Klasse 3 Produkte

- RoHS-konforme Baugruppen seit Mai 2005

- Green-konforme Baugruppen seit Februar 2006

* Anspruchsvolle Reworkaufgaben incl. BGA-Balling/Reballing

* Weltweiter Materialeinkauf
* XRF, AQOI, Rontgen, Funktionsprifung, Boundary Scan
* Burnin, Reinigung & Coating
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Qualitatspolitik TAUBE ELECTRONIC GmbH

e Kundenorientierung
e Wir mochten unsere Kunden begeistern
e Qualitat an erster Stelle = First Time Right
e Geringere Kosten
e Schneller am Markt
o Hohere Qualitat und Zuverlassigkeit
e Geringerer Ressourcenverbrauch
e Technische Kompetenz
e Orientierung an den Besten im Markt
e Partnerschaftliche Kunden & Lieferantenbeziehungen
e Gemeinsamer Lernprozeld mit Kunden und Lieferanten
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e Qualitatsregelkreis als einheitliches Steuerungsinstrument
e Prozel3gesteuertes Organisationsmodell
e Dabei integrierte Prozel3fiihrung, Zeiterfassung und Dokumentation

e Datenbankgesttlitzes Konzept zur Fehlervermeidung
e Auftragsunterscheidung in Bleihaltig, Bleifrei, ROHS & Green

e Klassifizierung von Fertigungstechnologien o) " _ -
) : : : Rev. 00 - Twp |F o)
e Warnhinweise bei Freigaben und Bestellung Techn B - Stat | 20.08.20C
. . . . . . Flazze gJcfS Baugruppe mit EGA <= 0.5mm ENE
e Automatisierte Einbringung von Hinweisen in RoHS [pBGA_LF | Baugruppe mit bleifieiem BGé < — |-
pBGA_PE | Baugruppe mit blethaltigemn BGE—] -
Unterlagen ;Eartner - p50 Baugruppe mit SMD-Oben <=0 [

. . . | psou B it StAD-0ben1
e Blockierung von Entscheidungen bei fehlenden :ESU phisidin e iy
. |B B augruppe bedraktet &
PrUfungen BGA Baugruppe mit BGA bl

e Auftragstechnologie BGA erfordert Priifung auf Lotlegierung aer gang ™= " 1= 7%k

e Keine Materialfreigabe ohne diese Prifung moglich
e Typ: BGA_LF erzeugt Hinweis zum einzusetzenden Lot
e Typ: uUBGA, uSOU erzeugt Hinweis zur einzusetzenden Lotpaste/Korngrol3e
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[
Prozesskontrolle

e Einheitlicher
Qualitatsregelkreis
fur alle Prozesse

® ntegrierter
kontinuier-
licher
Verbesserung-
prozeld (KVP)

® integrierte Prozel3-
tUberwachung tber
Prozessindikatoren

e Prozel3verantwortlic
he
als Ansprechpartner

Qualitatsregelkreis mit integrierter ProzeRtberwachung

Start

CTRONIC

Liste offener Fragen
Checkliste —P| Eingangsdatenpriifung (LOF/optional)
(optional)

Checkliste ———| Fehlervermeidung
(optional)

T

v

Fehler- ¢
beseitigung

Checkliste — Ergebnispriifung

(optional)

;

prinzipieller

Fehler Ja

Prozef3-
korrektur
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ProzeBmodell in Design & Fertigung
e Gesamtprozell ist eine komplexe Verfahrenskette

e Die einzelnen Prozel3schritte stellen Kunden-
/Lieferantenbeziehungen dar

e Der Gesatmprozel? wird fehlerfrel, wenn jeder einzelne
Verfahrensschritt fehlerfrei ist und an den Ubergabepunkten
ein geregelter Austausch stattfindet

Verfahrenskette Verfahrenskette
Design Fertigung
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* extrem schwierige Materialbeschatf-

F 4

-

=

Materialeinkauf, hoher Kontrollaufwand) g

* unklare Fertigungstechnologie (bleifreli
oder bleihaltig) bis zum Fertigungsstart

* mehrfacher Stlcklistenabgleich
erforderlich

* Klarung bzw. Ersatz von obsoleten
Bauteilen

Logistische Herausforderungen beim Projekt LP2010

fungssitutation (Mix von Sponsoringund = =
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Pastendruck

* einer der kritischsten Fertigungs-
prozesse bei der Absicherung von
First Time Right

* aufwandige Datenuberprifung und ggf. - s s s

Anpassung zur Vermeidung von B @ on I
Tombstoning ab G0402 o] oo

* Optimierung von Masseflachen an 'j.bm.,a
" | parameter

SMD Power-Gehausen und QFN zur
Vermeidung von Voids =

b Rakel
4 aufiab
Rakel
STOP

www.taube-electronic.de


www.taube-electronic.de

10 - Baugruppenfertigung

Risikofaktor Basismaterial

a) T=Ambient (start) b) T=175C

Quelle: Knadle, Endicott
IPC APEX 2009

Barrel cracks J ; :
Microvia base

o \———- separation

Inner plane_ L —§%—+
Separation

a) T=260C peak, 0 sec b) T=260C peak + 10 sec

- b : e = -~y
Internal laminate cracks ] 77 :‘t T
B (“Invisible Delamination™) i : “Via-Via CAF”
Eyebrow cracks”
N Ty
- - -
A
] -—l
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Risikofaktor Bauteile, MSL & Warmebestandigkeit

* Dampfphasenlotung erfordert keine
aufwandige Profilierung beim Loten aber:

* SMD-Elkos sind ein Risikofaktor in der

fur die LOotung Im Konvektlonsreflow- ‘\;
verfahren y

* Maximale Temperatur durch BGA/MS ;3 \E=
begrenzt auf 245°C RS

o

* Wegen des komplexen Bauteilmixes ist . mm
eine sorgfaltige Profilierung erforderlich -
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Kritische Bauteile: Beispiel 1 - SMD Polymertantalkondensatoren MSL3

Stucklisten missen auf Risikobautelle untersucht werden
(z.B. anhand von J-STD-075%)

Bauteile missen hinsichtlich MSL-Level gepruft werden

Konsequente Handhabung unter ESD Gesichtspunken
und MSL-Anforderungen ist erforderlich

ESD => |IEC 61340-5
MLS => J-STD-033

Bei gedffneten Verpackungen ist Trocknung
erforderlich

Risikobauteile schranken die Lotverfahren ein
Im Extremfall Handl6tung erforderlich

* J-STD-075 Classification of Non IC-Electronic Components for Assembly Process
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MSL-Level/Trockenzeiten gemaR IPC-J-STD-033A

Risiken beim Trocknen

Ergebnis eines Trocknungs-
versuchs bei 80°C

Trockenzeiten bei niedrigeren
Temperaturen werden extrem lang
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Kritische Bauteile: Beispiel 2 - SMD Filmkondensatoren (ECHU)

Figure 8. Comparison between IEC 60068-3-12-TR-Ed1

Typen: PET (Polyethylen terephtalat) 254°C
PEN (Polyethylen naphtalat) 266°C
Pl (Polyimid) nicht verfugbar
PP (Polypropylen) 160°-170°
PPS (Polyethylen sulfit) 285°C
PTFE (Polytetraflourethylen) nicht verfugbar
270
260 -
Hellblau => PET G 250 e
. Y R
Mittelblau => PEN 5 240 T N\
Dunkelgriin => PPS g-’. 240 :/;o—:v\\,\\\
Hellgrin => 30 Sec. > 217°C o 0.\ \\\
210 >
Dunkelblau => IEC 60068-3-12 o e
Qualifikationsprofil 0 - - 26 40 - -
Time (s)

and Evox Rifa PET, PEN and PPS Curves
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Reflowprofil

Kunde TE-Projekt-Nr. F-Los  Typ
[ TAUBE ELECTRONIC GmbH ] [PNO ] [1] Sou

TOP, Bot Reflowprogramm: 17, Paste NC254 SAC305 T3

S0 niedrig wie mdglich Sol

um Leiterplatten und Bauteile — N

nicht zu Uberlasten .

dT Maschire

dT Baugruppe (Temperaturunterschiede) durch:
LP 5K (gemessen) + BGA, Steckverbinder 10K

dT Maschine

Sonstige Risiken/Besonderheiten:

S O h O C h W I e n Ot I g B e i Dampfphase ist wegen der Alu-Elkos ausgeschlogsen.

damit auch der Bauteilanschluf3
mit dem groRten Warmebedarf —— B e
zuverlassig gelotet wird \. =
S fo T B e e ——
e > A\

2008 220s 240s ZG0s 280s 300s 320s 340s 360s 3d0s
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Durchstiegsprobleme an bedrahteten Bauteile

* Massive Probleme beim Handloten an hochlagigen Multilayern ohne Wéarmefallen
(hier Extremfall: 28 Lagen, 10 Planes), bleifrei ggf. dann gar nicht mehr mdglich

* Bereits im Design muld das Lotverfahren bertcksichtigt werden

www.taube-electronic.de
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Fehler und Losungen beim Projekt Leiterplatte 2010

* Zum Glick wenige was das hohe Niveau beweist,
auf dem alle Beteiligten arbeiten

* fir alle Fehler gab es schnelle Workarounds ohne Beein- (@
trachtigung der Qualitat wie die Messergebnisse zeigen !
* Kameramarken fehlen (P-Fehler)
* U1l ohne Pin-1-Kennung (P-Fehler)

* LEDs ohne Polaritatskennzeichnung (P-Fehler)
Zuordnung auch im Bestiickungsplan nicht ausgewiesen

* R53 falsche Bauform, Soll 1206 Ist 0402
* R137 falsche Bauform Soll 0603 Ist 0402
e (C41,59,60 falsche Bauform Soll Alu-SMD Case E Ist Case D

* FiUr U24 falscher Werteintrag und falsches Bauteil im Design
Korrektur erfolgt durch Montage eines Vergleichstyps
aullere AnschliufRe aufbiegen, Handl6ten

* U18 falsches Bauteil
Soll Raster 0.65mm Ist 0.4mm
Ersatztyp beschaffen und Umloten
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Reslimee

* Auch fur einzelne Baugruppen ist First Time Right erreichbar

* Sticklisten mussen aber im Vorfeld der Baugruppenfertigung systematisch auf
Risikofaktoren analysiert werden

* Lotverfahren mussen bereits wahrend des Leiterplatten-
designs festgelegt werden

* Baugruppenproduzenten bendtigen vollstandige
Leiterplattendaten (Material und Lagenaufbau)
um optimale Lotstrategien und Temperaturprofile
zu entwickeln

* Die Bauteilfamilien der Zukunft erfordern eine
automatisierte & kontrollierte Fertigung
auch kleinster Stuckzahlen fur fehlerfreie
Ergebnisse im ersten Anlauf

* Nachtragliche Korrekturen sind zunehmend
weniger moglich!!
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Wir freuen uns auf Ihre Fragen!

Angela Lange - Jurgen Paape - Rainer Taube

TAUBE ELECTRONIC GmbH
Nostitzstralle 30

10965 Berlin
030 6959250
vertrieb@taube-electronic.de
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